
智能穿戴

智能穿戴设备是近几年非常火爆的电子消费产品，包括 TWS 耳机、智能手表/手环、智能眼

镜，以及智能服饰、智能配饰，甚至智能鞋垫等。凭借着便携的使用方式，以及数据交互、云

端交互等强大的功能，愈发受到市场和消费者的关注。

电子消费产品正不断朝着小型化、轻薄化的方向发展。随着柔性 PCB 的迅猛发展，CSP 封装

得到了极大的重视。CSP 产品的体积小、薄，因而它改进了封装电路的高频性能，同时也改善了

电路的热性能；另外，CSP 产品的重量也比其它封装形式的轻得多，在智能穿戴电子设备中得到

广泛应用。

新洁能针对智能穿戴领域，推出了 CSP12V-24V 系列产品，以其优异的产品性能，稳定的可

靠性，赢得了市场不错的口碑。
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CSP 封装形式的特点

①体积小 面积最小，厚度最小，体积最小

②输入/输出端多 在相同尺寸的各类封装中，CSP 的输入/输出端数可以做得更多

③电性能好 CSP 内部的芯片与封装外壳布线间的互连线长度比 QFP 或 BGA 短，因而寄生参

数小，信号传输延迟时间短，有利于改善电路的高频性能

④热性能好 CSP 很薄，芯片产生的热可以很短的通道传到外界，通过空气对流或安装散热

器的办法可以对芯片进行直接有效的散热

⑤重量轻 重量是相同引线数的 QFP 的五分之一以下，比 BGA 的少得更多

⑥气密性好 全程芯片级净化空间生产制造，无塑封，芯片电极与所需电路板直接贴合使用
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CSP 封装简介

CSP 封装特点及优势

CSP(Chip Scale Package)封装，是芯片级封装的意思。整体面积(组装占用印制板的面积)

与芯片尺寸相同或比芯片尺寸稍大一些，整体厚度与芯片厚度相同。CSP 封装可以让芯片面

积与封装面积之比相当接近 1:1 的理想情况，约为普通的 BGA 的 1/3，仅仅相当于 TSOP 芯片

面积的 1/6。

CSP 是最先进的集成电路封装形式，具有如下一些特点:

传统封装形式与 CSP 封装的对比：相同芯片面积，CSP 封装（右）比 SOP 封装（左）装配体积

小很多。
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产品系列列表：

产品示意图：

智能穿戴

CSP12V-24V 系统产品

高元胞密度

超薄外形

更低的内阻

应用案例
在客户可穿戴设备中，电池作为供电能源占据着不可缺少的地位。更小的体积拥有更大的容

量是所有厂商都在追求的目标。CSP 以其小巧轻薄的封装外形及高功率密度设计，使得产品的

体积可以越做越小，同时 CSP 器件的高可靠性和低内阻，在一定程度上降低了系统设计的难

度。以下为某客户锂电池 BMS 采用 NCE1227SP 后的测试结果：

高可靠性

低寄生参数

散热性好

1、内阻一致性测试：内阻参数-结温的一致性优异。
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智能穿戴

2、温升测试：

3、可靠性测试：

W
W

W
.N

CEP
OW

ER
.COM

    
  W

W
W

.N
CEP

OW
ER

.COM
    

 W
W

W
.N

CEP
OW

ER
.COM

 

 

W
W

W
.N

CEP
OW

ER
.COM

    
  W

W
W

.N
CEP

OW
ER

.COM
    

  W
W

W
.N

CEP
OW

ER
.COM


